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ULBRICH Automation���F�R�P�E�L�Q�H�V���W�H�F�K�Q�L�F�D�O���F�R�P�S�H�W�H�Q�F�H�����D�X�W�R�P�D�W�L�R�Q���W�H�F�K�Q�R�O�R�J�\��
�D�Q�G���R�Y�H�U���������\�H�D�U�V���R�I���H�Q�J�L�Q�H�H�U�L�Q�J���H�[�S�H�U�L�H�Q�F�H��

The partnership with Relyon Plasma enables ULBRICH Automation to integrate 
�L�Q�Q�R�Y�D�W�L�Y�H���S�O�D�V�P�D���W�H�F�K�Q�R�O�R�J�\���W�R�J�H�W�K�H�U���Z�L�W�K���U�R�E�R�W�L�F���K�D�Q�G�O�L�Q�J�����D�G�K�H�V�L�Y�H���G�L�V�S�H�Q�V�L�Q�J����
UV curing technology - either as a stand alone cell or integrated into fully automated 
production lines. 

Together we offer complete solutions for plasma applications in 
�P�D�Q�X�I�D�F�W�X�U�L�Q�J���S�U�R�F�H�V�V�H�V�����H�J�����L�P�S�U�R�Y�H�P�H�Q�W���R�I��adhesion for bonding & sealing����
surface cleaning���	���U�H�P�R�Y�D�O���R�I���R�[�L�G�D�W�L�R�Q����

�7�K�H���U�H�Y�R�O�X�W�L�R�Q�D�U�\���Q�H�Z����collaborative high-perfomance robot SAWYER™ 

�‡���'�H�V�L�J�Q�H�G���I�R�U���K�L�J�K�H�V�W���S�U�H�F�L�V�L�R�Q�����Z�K�L�O�H���R�I�I�H�U�L�Q�J���I�O�H�[�L�E�L�O�L�W�\�����V�D�I�H�W�\���D�Q�G���F�R�P�S�O�L�D�Q�F�\
�‡���7�Z�R���L�Q�W�H�J�U�D�W�H�G���K�L�J�K���H�Q�G���F�D�P�H�U�D�V���H�Q�D�E�O�H���D���Y�D�U�L�H�W�\���R�I���F�R�P�S�O�H�[���R�S�W�L�F�D�O���W�D�V�N�V��
�‡���&�R�P�S�D�F�W���G�H�V�L�J�Q���Z�L�W�K���O�R�Q�J���U�D�Q�J�H�����L�G�H�D�O���I�R�U���X�V�H���L�Q���P�D�Q�X�I�D�F�W�X�U�L�Q�J���L�V�O�D�Q�G�V
�‡���,�G�H�D�O���I�R�U���L�Q�G�X�V�W�U�L�D�O�����P�H�G�L�X�P���V�L�]�H�G���D�Q�G���V�P�D�O�O���E�X�V�L�Q�H�V�V��
• Robot-assisted automation with lower technical requirements 
�‡���(�D�V�\���K�D�Q�G�O�L�Q�J�����D�V�V�H�P�E�O�\���D�Q�G���P�D�L�Q�W�H�Q�D�Q�F�H���R�I���V�D�Z�\�H�U��

Basic information SAWYER™:
Weight (without base):   19 kg
Degrees of freedom: 7
Maximum range:            1260 mm
Bearing capacity:  4 kg
�7�D�V�N���U�H�S�H�D�W�D�E�L�O�L�W�\�������������������������������P�P

�2�X�U�� �F�R�P�S�D�Q�\�•�V�� �S�K�L�O�R�V�R�S�K�\�� �L�V�� �W�R�� �G�H�O�L�Y�H�U�� �D�� �F�X�V�W�R�P�H�U�� �V�S�H�F�L�I�L�F��
technological solution for your customer specific manufacturing 
�L�Q�Q�R�Y�D�W�L�R�Q�V���D�Q�G���W�H�F�K�Q�L�F�D�O���G�H�P�D�Q�G�V����

Parallel gripper / Vacuum gripper
for rapid changing of tools or 
handling of production components

Interchangeable - from plasma to 
�G�L�V�S�H�Q�V�H���Y�D�O�Y�H�V

static or mobile 
with locking caster wheels

PB3 Plasma System  - an atmospheric plasma system which is unique in 
�W�H�U�P�V���R�I���S�R�Z�H�U���G�H�Q�V�L�W�\���D�Q�G���I�X�Q�F�W�L�R�Q�����,�Q���W�K�H���G�H�Y�H�O�R�S�P�H�Q�W���R�I���W�K�L�V���S�O�D�V�P�D���X�Q�L�W��
�Z�K�L�F�K���F�D�Q���E�H���X�V�H�G���I�R�U���P�D�Q�\���G�L�I�I�H�U�H�Q�W���D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�V�����I�R�F�X�V���Z�D�V���S�O�D�F�H�G���R�Q���H�D�V�\��
integration into industrial processes and communication ability.
�:�K�D�W�H�Y�H�U���\�R�X���U�H�T�X�L�U�H�������I�U�R�P���X�O�W�U�D�I�L�Q�H���F�O�H�D�Q�L�Q�J�����V�X�U�I�D�F�H���D�F�W�L�Y�D�W�L�R�Q�����F�R�D�W�L�Q�J����
�U�L�J�K�W�� �W�K�U�R�X�J�K�� �W�R�� �J�H�U�P�� �U�H�G�X�F�W�L�R�Q�� �S�U�R�F�H�V�V�H�V���� �W�K�L�V�� �V�\�V�W�H�P�� �Z�L�O�O�� �I�L�W�� �L�Q�W�R�� �H�Y�H�U�\��
�S�U�R�F�H�V�V�L�Q�J���H�Q�Y�L�U�R�Q�P�H�Q�W�����V�D�I�H�O�\���D�Q�G���U�H�O�L�D�E�O�\��

PS2000�������+�L�J�K���Y�R�O�W�D�J�H���V�X�S�S�O�\���X�Q�L�W
�8�Q�L�S�R�O�D�U���S�X�O�V�H�G���Y�R�O�W�D�J�H���H�Q�V�X�U�H�V���W�K�D�W���Q�R���K�R�W�V�S�R�W�V���D�U�H���I�R�F�X�V�H�G���R�Q���W�K�H���3�%����
�Q�R�]�]�O�H�����3�R�Z�H�U�����������������Z�D�W�W���Y�D�U�L�D�E�O�H�����&�D�Q�2�S�H�Q���I�R�U�P�D�W�����&�,�$����������

Application fields for atmospheric pressure plasma:

�)�R�U���P�D�Q�\���L�Q�G�X�V�W�U�L�D�O���S�U�R�F�H�V�V�H�V�����D�W�P�R�V�S�K�H�U�L�F���S�U�H�V�V�X�U�H���S�O�D�V�P�D���L�Q�F�U�H�D�V�H�V��
�W�K�U�R�X�J�K�S�X�W���Z�K�L�O�H���D�W���W�K�H���V�D�P�H���W�L�P�H���V�D�Y�L�Q�J���R�Q���V�R�O�Y�H�Q�W�V���R�U���F�K�H�P�L�F�D�O���S�U�L�P�H�U�V����

�‡���&�O�H�D�Q�L�Q�J���P�H�W�D�O�����J�O�D�V�V���D�Q�G���S�O�D�V�W�L�F���P�D�W�H�U�L�D�O�V
�‡���6�X�U�I�D�F�H���D�F�W�L�Y�D�W�L�R�Q���D�Q�G���I�X�Q�F�W�L�R�Q�D�O�L�]�D�W�L�R�Q���I�R�U���R�S�W�L�P�X�P���Z�H�W�W�D�E�L�O�L�W�\
• Coating for new surface properties
�‡���3�O�D�V�P�D���V�X�S�S�R�U�W�H�G���D�G�K�H�V�L�Y�H���E�R�Q�G�V���D�Q�G���V�H�D�O�L�Q�J
• Plasma induced reduction of metal surfaces
�‡���6�W�H�U�L�O�L�]�D�W�L�R�Q���R�I���W�K�H�U�P�D�O�O�\���V�H�Q�V�L�W�L�Y�H���S�O�D�V�W�L�F���P�D�W�H�U�L�D�O�V
• Multicomponent injection molding

Virtually every technical class of materials  can efficiently be treated 
under atmospheric pressure.

�‡���0�H�W�D�O�V�����P�H�W�D�O���D�O�O�R�\�V
• Plastics and composite materials
�‡���*�O�D�V�V�����F�H�U�D�P�L�F�V�����L�Q�R�U�J�D�Q�L�F���F�R�P�S�R�V�L�W�H���P�D�W�H�U�L�D�O�V�����Q�D�W�X�U�D�O���V�W�R�Q�H
�‡���1�D�W�X�U�D�O���O�H�D�W�K�H�U�����L�P�L�W�D�W�L�R�Q���O�H�D�W�K�H�U
�‡���1�D�W�X�U�D�O���I�L�E�H�U�����Z�R�R�G�����S�D�S�H�U

Fume extraction for ozone &
�D�G�K�H�V�L�Y�H���V�R�O�Y�H�Q�W�V���H�W�F��������
�D�F�W�L�Y�H���F�D�U�E�R�Q���I�L�O�W�H�U���I�R�U���1�2����
�1�2�[�����1�2�������2�����D�Q�G���R�W�K�H�U��
gaseous pollutants

�6�$�:�<�(�5�Œ���F�R�Q�W�U�R�O���X�Q�L�W

�F�R�O�O�D�E�R�U�D�W�L�Y�H�������Q�R���S�U�R�W�H�F�W�L�Y�H���F�R�Y�H�U�V���U�H�T�X�L�U�H�G

PB3 Plasma jet

�����³���+�L�J�K���Y�R�O�W�D�J�H���X�Q�L�W

TS500R controller for dispense valves
�8�Q�L�Y�H�U�V�D�O���S�R�Z�H�U���V�X�S�S�O�\���I�X�O�O�\���
�S�O�X�J���D�Q�G���S�O�D�\�
���V�\�V�W�H�P��
Integration into semi-automatic and automatic machinery is made easy 
�Z�L�W�K���W�K�H���L�Q�W�H�U�I�D�F�H���F�R�Q�Q�H�F�W�R�U�����R�Q���W�K�H���U�H�D�U���R�I���W�K�L�V���V�\�V�W�H�P����

�‡���&�R�Q�W�U�R�O�V���D�O�O���3�Q�H�X�P�D�W�L�F�����6�S�U�D�\�����D�Q�G���5�R�W�D�U�\���$�X�J�H�U���9�D�O�Y�H�V��
�������L�Q�F�����H�Q�F�R�G�H�U���P�R�W�R�U���9�D�O�Y�H�V��
• Clear 20 X 4 segments LCD display
• Digital timing from 0.008-60.000 seconds
• +/- 0.001% Repeat timing tolerances
• 10 Programmable Memories
�‡���$�G�M�X�V�W�D�E�O�H���O�R�Z���S�U�H�V�V�X�U�H���Z�D�U�Q�L�Q�J���I�H�D�W�X�U�H

Optional: integrated dispensing process
�S�R�V�L�W�L�Y�H���G�L�V�S�O�D�F�H�P�H�Q�W���Y�D�O�Y�H
�I�R�U���D�G�K�H�V�L�Y�H�V���	���V�H�D�O�D�Q�W�V

The new TS8100-100 PC pump is a continuously 
�Y�R�O�X�P�H�W�U�L�F���S�X�P�S���E�D�V�H�G���R�Q���3�U�R�J�U�H�V�V�L�Y�H���&�D�Y�L�W�\���W�H�F�K-
nology. 

�‡���$�F�F�X�U�D�W�H�O�\���G�L�V�S�H�Q�V�H�V���D���Z�L�G�H���U�D�Q�J�H���R�I����������������������������������
�����D�G�K�H�V�L�Y�H�V�����I�U�R�P�������±�����������������F�S�V��
�‡���'�L�V�S�H�Q�V�L�Q�J���Y�R�O�X�P�H���S�H�U���U�R�W�D�W�L�R�Q���������������P�O��
�‡���)�O�R�Z���U�D�W�H���������������±�������������P�O���P�L�Q
• Min. dispense amount: 0.001ml


